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ceramic properties in the function zone. 
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SIEIffiNS AKTIENGESELLSCHAPT 



Miinchen 2, den 22LJUK 1971 



Berlin und Miinchen 



Wittels'bacherplatz 2 



"Verfahren zum Herstellen haftfester vakuumdichter Ver 
bindungen zwischen KeramikkSrpern" 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen haft- 
fester vakuumdichter Verbindungen zwischen Keramikkorpern 
elektrischer EntladungsgefaBe gleicher oder auch unter- ' 
schiedlicher Zusammensetzung (Strukturaufbau ) . 

Die immer groBer werdende und vielseitige Anwendung von 
Keramik-Metall-Kombinationen lassen sehr oft bei komplizierten 
Pormen oder Teilen von unterschiedlichen Keramikstrukturen 
aber auch aus technologischen Griinden direkte Keramik-Keramik- 
Verbindungen - also ohne Zwischenlote - als besonders geeignet 
erscheinen. 

# 

Die Erfindung hat besondere Bedeutung u. a. auch fur die 
Verbindung von Korpern aus Reinsfc-Oxid-Keramik. 

Bisher sind Keramikkorper f abgesehen von einfachen Klebe- 
verbindungen, meist mittels nach iiblichen Verfahren metalli- 
sierten Flachen unter Anwendung eines Zwischenlotes ver- 
bunden worden. Der wesentliche Nachteil derartiger Verbindungen 
besteht jedoch darin, daB das letztgenannte Verfahren relativ 
aufwendig ist und dabei auBerdem die Keramikeigenschaf ten in 
Richtung senkrecht zur Trennfuge (Verbindungszone) gestort 
werden. 
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Diese Nachteile zu- vermeiden. und auBerdem ein technisch 
einfach durchzufuhrendes Verfahren zu schaffen, ist Auf- 
gabe der Erfindung. 

Erreicht wird dies bei einem Verfahren zum Herstellen 
haftfester vakuumdichter Verbindungen zwischen Keramik- 
korpern elektrischer EntladungsgefaBe gleicher oder auch 
unterschiedlicher- Zusammensetzung (Strukturauf bau) nach 
der Erfindung durch Bestreichen der zu verbindenden Keramik- 
flachen mit einer Losung oder einer binderfreien Suspension 
eines Lithiumsalzes und anschiieBendes Gliihen der unter 
einem Druck bis zu 250 kg/cm 2 gegeneinander gepreBten 
ESrper im Valcuum oder einer trockenen inerten Atmosphare 
auf 900° bis 1100° C und anschiieBendes Abkuhlen nach einem 
Haltepunkt von etwa 30 Minuten in einem Inert-Gasstrom bis 
auf Zimmertemperatur. 

Mit besonderem Vorteil wird fur diesen Zweck eine wassrige 
Lithiumfluoridlosung verwendet. 

■ 

In manchen Fallen ist die Verwendung einer kalten wassrigen 
oder alkoholischen losung von Lithiumamid besonders vorteil- 

p 

haft . 

Anwendung findet das Verfahren in vorteilhaf ter Weise auf 
Korper aus Rein- und Reinstaluminium, aus Beryliiumoxid 
und/oder anderen Keramikarten unter Benutzung von Lithium-, 
fluorid als Streichmittel bei einem AnpreBdruck von 150 kg/cm 
und einer Reaktionsgluhung bei 1000 C. 



2 



Zur Lurchfiihrung des Verfahrens werden die zu verbindenden 
Plachen der KeramikkSrper im Pall von Rein- oder Reins t- 
aluminiumoxid besonders glatt, insbesondere geschliffen 
und poliert, ausgebildet und auf diese nach einem iiblichen 
Auftragsverfahren eine wassrige oder alkoholische Lbsung oder 
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auch eine binderfreie Suspension von z. B. Lithium- 
fluorid aufgebracht und anschlieBend an Luft getrocknet. 
Mit einem Druck von etwa 150 kg/cm 2 werden dann die KBrper 
mit ihren betreff enden Flachen aufeinander gepreBt und 
eine Reaktionsgliihung bei 1000° C entweder in einem 
trcckenen Schutzgas (inert em Gas) Oder im Vakuum durchge- 
fiihrt, wofcei wahrend eines Haltepunktes von ca. 30 Minuten 
durch Oberflachenreaktion eine haftfeste vakuumdichte Ver- 
bindung entsteht. Die so verbundenen Keramikkorper werden 
dann in stromendem Schutzgas bis auf Zimmertemperatur abge- 
kiihlt. 

In gleichem MaBe konnen aber auch Korper aus Rein-Beryllium 
oxid oder auch Korper verschiedener Keramikzusammensetzung 
unter den gleichen Bedingungen verbunden werden. Anstelle 
von Lithiumfluorid kann mit Vorteil auch Lithiumamid 
in Form einer kalten wassrigen oder einer alkoholischen 
Losung angewendet werden. 
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Patentansprttche 



Verfahren zum Herstellen haftfester vakuumdichter Ver- 
bindungen zwischen Keramikkorpern elektrischer Entladungs- 
gefaBe gleicher oder auch unterschiedlicher Zusammen- 
setzung (Strukturaufbau), gekennzeichnet durch das Be- 
streichen der zu verbindenden Keramikflachen mit einer 
Losung oder einer binderfreien Suspension eines Lithium- . 
salzes und anschlieBendes Gluhen der unter einem Bruck bis 
zu 250 kg/cm 2 gegeneinander gepreBten Korper im Vakuum 
oder einer trockenen inerten Atmosphare auf 900 bis 
1100° C und anschlieBendes Abkiihlen nach einem Haltepunkt. 
von etwa 30 Minuten in einem Inert-Gasstrom bis auf Zimmer- 
temperatur. 

Terfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Ver- 
wendung einer wassrigen Lithiumfluoridlosung. 

Verfahren nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch die Ver- 
wendung einer kalten wassrigen oder alkoholischen LBsung 
•von lithiumamid. 

■ 

Verfahren nach einem oder mehreren der vorangehenden An- 
spruche 1 bis 3, gekennzeichnet durch die Anwendung auf 
K6rper aus Rein- und Re ins t aluminium und/oder Berylliumoxid 
Oder auch andere Keramikarten unter Benutzung von lithium- 
fluorid als Streichmittel bei einem Anpressungsdruck von 
150 kg/cm 2 und einer Reaktionsgluhung bei 1000° C. 
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